
ベアチップ実装（Wireボンディング、COF)の狭ピッチ対応
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２．企業概況
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情報機器部品製造、電子情報部品製造
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株式会社ミスズ工業

わが社の「一技（ひとわざ）」PRシート

１．概要（２００字目安）

登録No：　4-012

企画営業G　大槻　浩　

【加工例】

ひとわざ（一技）名：

特記事項（①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績　他

http://www.miszu.co.jp

〒399-4601　長野県上伊那郡箕輪町中箕輪1536

情報機器部品、精密金型、電子情報部品　等

0265-79-8866(代）/0265-79-8877 ohtsuki-hiroshi@miszu.co.jp

１．Wireﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ（COB）
・狭ﾋﾟｯﾁ （min35μｍ）、ﾙｰﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾙ（低ﾙｰﾌﾟ、ｷｬﾋﾞﾃｨ構造などの段差）の対応が可能。
・樹脂封止の領域ｺﾝﾄﾛｰﾙを行い、ｾﾝｻｰ面等の開口を確保致します。
・ｽﾀｯﾄﾞﾊﾞﾝﾌﾞ&ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ対応可能。

２．COF （ﾘｰﾙtoﾘｰﾙ実装） ※大型ﾗｲﾝ保有：Ｔｏｔａｌ２２，０００Ｋｐｃｓ生産能力
・狭ﾋﾟｯﾁ （min25μm） 対応が可能。
・COF+SMT対応可能（ﾘｰﾙtoﾘｰﾙ）

０．８ｍｍ±０．０２ｍｍ

ｔ＝0.025mm リン青銅

① ISO9001 取得済み、 ISO1400１ 取得済み
② COB：ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟにﾌｨｯﾄ COF：狭ﾋﾟｯﾁ＆多pinのﾍﾞｱﾁｯﾌﾟ実装の大量生産に適している。
③ 電子機器部品

領域コントロール
（センサー面の開口）

①Wireﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ実装と領域ｺﾝﾄﾛｰﾙ ②ﾌｨﾙﾑ基板にﾍﾞｱﾁｯﾌﾟをFCBにより一括接続


